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Vertiv™ 360AI
Vertiv™ 360AI 是一个结合基础设施、服务和软件的解决方案组合，专门为应对复杂的客户挑战而设计。该方案采用久 
经验证的设计，结合维谛技术的端到端服务和全球化的经验，可以简化部署流程，同时利用维谛的专业知识来降低业务

风险。

Vertiv™ 360AI
唯有维谛技术，能够全面满足AI工作负载的电能和热管理需求，并快速部署

Vertiv™ 360AI 是为AI提供电能和热管理的简便之道。

它包含完整的电能、热管理，预制化及服务的解决方案组合，旨在解决AI时代的复杂挑战。

电能管理

热管理

预制化方案

数字化管理

全生命周期专业服务Vertiv™

AI

涵盖业界最全电能管理和热管理产品组合， 
全链产品满足AI需求

全程为您提供全方位的普算到智算的转型 
支持

全球范围内顶尖的AI合作生态和成功算力中心

实践案例

成熟经验本地复制，覆盖全国服务网络快速 
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AI 浪潮已经来袭

现有的电能和热管理基础设施需要大幅升级，支持AI加速计算带来巨大挑战。

AI推理和训练模型会将电力和制冷负载提升，并且机架密度也将大幅攀升。

AI 基础设施部署要点

设计和部署AI的电能和热管理基础设施通常是一个缓慢而复杂的迭代过程，需要经过多个设计周期，考虑诸多因素。 

是选择改造现有设施，还是全新建设?

需要多快完成部署?

电网和设施能否提供足够的电力容量?

哪种制冷策略最适合当前环境?

如果制冷系统断电，GPU会发生故障吗?

现在是否有足够的容量，未来有扩展的路径吗?

电力和制冷控制策略是什么?

是否有合适的合作伙伴?

是否具备维护基础设施的专业知识?

标准CPU
服务器风扇散热

AI GPU 服务器 (液冷)
机架 Manifolds | 行级冷却液分配单元
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加速您的 AI 部署

不要让基础设施拖慢AI投资的回报，

通过简化设计、部署、运营和全生命 
周期管理，加速回报。 

Vertiv™ AI 全链智算解决方案

传统设计和建设
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选型 制造 安装 测试 节省时间

提升速度

设计 制造 安装 测试
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电能管理链及热管理链解决方案

~5x 
产生更多热量
GPU vs. CPU服务器1

~5x 
需要更多功率
GPU vs. CPU服务器1

电能管理链

服务器芯片

热管理链

估算：基于制造商规格表的标准 42U 机架中 5 台 Nvidia DGX H100 服务器和 21 台 Dell PowerStore 500T 和 9200T 服务器在机架级别的功耗和热量输出比较

主要产品

从电网到芯片全链路电力输送

热管理链 ─ 从芯片到户外最完整的解决方案

电能管理链 ─ 从电网到芯片的解决方案

市场驱动因素 维谛Vertiv优势

不断增长的机柜密度和电源需求

电力可用性和许可挑战

更快、更高质量的部署

	y 推出了业界功率密度最高的模块化产品，3U/125kW
	y 电力模组的容量颗粒度大幅提升至3150kVA

	y 预制集成产品可将部署时间缩短高达50%
	y 经过工厂制造和测试的集成产品可显著降低部署成本

	y 推出储备一体的电网支持功能，既可实现自行供电又能实现削峰填谷

	y 用于自动化和电源管理的集成控制系统

市场驱动因素 维谛Vertiv优势

需求增加和极高密化

日益增长的变化和复杂性

不确定的负载需求

	y 在数据中心热管理中，拥有全链热管理产品

	y 背板式液冷、冷板CDU和浸没式液冷的极致高密解决方案

	y 行业领先的氟泵自然冷技术、预冷和补冷动态联动技术灵活融入风液

融合的解决方案，适应未来的制冷技术，可应对下一代GPU的计算升级

	y 55+年大规模系统级定制经验

	y 全链热管理产品的智能控制与管理

服务器/机架

集热

列间/房间

集热

设施/户外

散热

设施/户外

电力转换和分配

房间/列间

电力切换和分配

机柜/服务器

末端配电

中低压

开关柜

静态转换 
开关

中低电压 
母线槽

变压器/ 
配电单元

三相UPS/ 
储能

电源 
管理

大容量

小母线

机架

电源

从芯片和机架换热到户外散热

数据中心设施

电网
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Vertiv™ 360AI

Inferencing and Edge Al
y Al Test Pilots

y Model Training Pilots

y Edge Inferencing

Enterprise and Data 
Center Al
y Al Labs

y .Inferencing and Model
Training

y .Data Center White Space

Prefabricated Modular 
Data Centers
y Al Model Training

y Al Data Centers

Complete range of solutions for the 
entire AI journey
Vertiv™ 360AI provides complete solutions of any scale, from test pilots and Edge 
inferencing to an entire prefabricated modular data center for AI model training.

Rack Row & Room Facility & Data Center

6 7

为AI旅程提供全方位解决方案 
Ver tiv™ 360AI 提供全方位的解决方案，无论是测试试点、边缘推理，还是用于AI训练模型的预制模块化数据中心，能满足各种规模的AI需求。

机柜级
推理与边缘AI
(70kW/柜)
	y Al测试试点

	y 模拟训练试点

	y 边缘推理

行级&房间级
企业和数据中心Al
(40～100kW/柜)
	y Al实验室

	y 推理和模型训练

	y 数据中心白空间（IT设备和基础设施）

基础设施&数据中心
预制模块化数据中心
(132kW/柜)
	y Al模型训练

	y Al数据中心
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Vertiv™ 360AI

Get more power to every rack for AI workloads

	y Hot-swap without any special tools with built-in safety and 
plug-and-play features allowing.

	y Reduces CAPEX - no need for raised floors to 
distribute power.

	y Smart metering to monitor efficiency and capacity.

With standard capacities up to 80A for high-density AI 
applications, and higher capacities available when required 
through our Engineered-to-Order rack PDU program

	y Compact design - fit up to 4 in a single rack.

	y Outlet monitoring and switching to track and control 
workloads remotely with software suite.

	y Connect up to 16 environmental sensors to monitor 
temperature, humidity, dew point, and water leaks.

High-amperage, overhead power distribution

High-density rack PDUs

Keep pace and maximize your floorspace for 
AI deployments

	y Close-coupled UPS, Switchgear, and busbar to power AI 
data centers.

	y Reduce installation time and reduce risk with factory 
pre-integration options.

	y Flexible deployment options including in an enclosure, on 
a skid, or field installation.

Vertiv™ PowerNexus

Prevent the grid from constraining 
AI performance

	y Enable renewable and hybrid 
energy strategies

	y Provide “always-on” power

	y Supports diesel genset replacement

Rapidly scale capacity for AI 
without floorspace

	y Scalable and modular building block

	y Deploy without impacting existing workloads

	y Factory integrated solution to reduce 
installation time and reduce risk

Meeting the 
unprecedented 
power demands 
of AI
Rather than disturb existing workloads 
to scale power capacity, Vertiv 360AI 
solutions include modular solutions 
that can be deployed without using 
existing footprint.

Vertiv™ DynaFlex Battery Energy 
Storage System

Vertiv™ Power Modules

16 17

满足AI前所未有的电能需求

Vertiv™ 360AI 通过模块化部署，升级了电力容量和优化了空间，可以在新建和扩建中全面融合。 Vertiv™ Liebert® APM2高密可靠UPS 

Vertiv™ PowerBar iMPB智能中功率母线

Vertiv™ Geist™ 高密度机架PDU

Vertiv™ PowerUPS 9000 
UPS 解决方案

最大化AI部署空间利用率

	y 领先的双变换效率97.5%，从源头减少发热量

	y 器件耐热，无惧50℃高温，安全耐用

	y 超百种极限工况测试

	y 配套锂电，全通讯管理

为每个机架提供安全电力

	y 首创“先连接后通电”的全新模式，安全上电，零飞弧， 
更安全

	y 系统容量达6 0 0kW，支持8 0kW单机柜功率，随需扩容， 
高弹性适配AI智算，提供稳定电力支持智能监控效率和容量

	y 具有电气专利设计，可实现二次回路在线维护不断电， 
业务不受损，保障系统稳定运行

标准容量高达80A，适用于高密度AI应用，通过
定制设计机架PDU，可提供更高容量

	y 紧凑设计—单个机架最多可容纳4个PDU
	y 插座监控和切换功能，通过软件套件远程跟踪和控制工作 
负载

	y 可连接多达16个环境传感器，监控温度、湿度、露点和漏水

情况

电力融合集成方案

	y 安全不断电，业务实时在线

	y 易装即用，实现1天交付

	y 省能节碳，更低系统TCO，CAPEX直降10%+
	y 芯智驱动，主动运维全程无忧

	y 最新冷电融合产品，近一步节约占地

可靠高效高密UPS
	y 高密节地：1.25MVA占地1.3平方米, 125kW模块3U
	y 高效可靠：采用全Sic器件，双变换效率高达97.5%，

动态在线98.8%
	y 储备一体：备用电池和储能结合，实现削峰填谷， 
全功率充电

	y 自适应AI：自适应AI服务器过载，实现AI服务器供电

无忧

Vertiv™ APT2.0  
预制式电力模组 
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环境监测与漏水检测

	y 环境传感器—监控机架机柜的温度、湿度和露点

	y 漏水检测—最长30米的湿度感应电缆，用于检测任何

湿气

高强度机柜

	y 高容量，适用于高密度应用，静态负载高达1927公斤

	y 设计旨在实现高密度 I T系统的完全集成和运输， 
负载高达1610公斤

	y 全球供应，提供12种标准尺寸

Vertiv™ 360AI

Heat Rejection and Supplemental Air Cooling

Heavy-duty Enclosures Environmental Monitoring & Leak Detection

Direct-to-chip liquid cooling uses cold plates inside liquid-cooled servers. These cold plates do not remove 100% of the heat 
generated by the server and require supplemental cooling to remove the residual heat.

Packaged Outdoor Systems Indoor Chillers Systems

Outdoor Chillers Room Cooling

In-Row Cooling

	y High-Capacity for high-density applications, up to 4,250 
lbs Static Load.

	y Designed to enable full integration & shipping of 
high-density IT systems, up to 3,550lbs.

	y Globally Available in 12 standard sizes.

	y Environmental Sensors - monitor rack enclosures for 
temperature, humidity, and dewpoint.

	y Leak Detection - Up to 100 feet of moisture sensing cable to 
detect any moisture.

Direct-to-Chip Coolant Distribution Units (CDUs) and Manifolds

Rear-Door Heat Exchangers

Flexible cooling strategies for retrofits 
and new builds
AI workloads will require new cooling strategies and may even require combining air 
and liquid in the same IT rack. Vertiv 360AI includes a wide range of cooling and 
heat rejection combinations to create the best cooling strategy for your application

	y Optimize floorspace with in-rack and in-row form factors available.

	y Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU 
and GPUs.

	y Redundant Pumps and Dual Power Feeds for optimizing reliable operation.

	y Teaming Capabilities allow for fleet control to optimize efficiency and reliability.

	y Innovative Stainless-Steel Design and Hygienic Couplings help ensure 
Secondary Fluid Network integrity.

	y Row Manifolds overhead manifolds included, no raised floor required. 
(Underfloor available upon request).

	y Rack Manifolds compatible with quick disconnects.

	y High energy efficiency and low power consumption reduces operational costs.

	y Scalable Capacity – each model can operate anywhere from 0-100% load to 
accommodate variation in cooling system demand.

	y Uses Zero Floor Space – mounts directly to the rear of the rack, replacing the 
door and saving valuable floor space.

	y No residual heat – cools hot air before it exits the rear of the rack to eliminate 
the potential for hot spots. 

	y Ability to retrofit – install in existing applications allowing for scalability and 
future expansion.

	y Smart controls and monitoring capabilities gives users peace of mind through 
remote access to room conditions.
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适用于改造和新建项目的灵活热管理方案

AI工作负载将需要新的热管理方案，甚至可能需要在同一个IT机架中结合风冷和液冷。 
Vertiv™ 360AI 提供多种制冷和热量排放组合，为您的应用设计最佳制冷策略。

直接芯片冷却液分配单元(CDU)和Manifolds

热量排放和辅助空气冷却

直达芯片液冷技术在液冷服务器内部使用冷板。这些冷板无法排除服务器产生的100%热量，需要辅助冷却来排除剩余 
热量。 

后门热交换器

	y 优化占地空间，提供机架内和行内两种形式

	y 精确温度控制，消除服务器CPU和GPU的热冲击

	y 冗余泵和双电源输入，优化可靠性运行

	y 系统协作，实现设备群控制，优化效率和可靠性

	y 创新的不锈钢设计和卫生接头，确保次级流体网络的完整性

	y 行级Manifolds和架空集管，无需架空地板（可根据要求提供地板下安装选项）

	y 机柜Manifolds兼容快速断开连接装置

	y 高能效和低能耗，降低运营成本

	y 可扩展容量—每个模块可以在0~100%负载范围内运行，以适应冷却系统需求的变化

	y 零占地空间—直接安装在机架后部，替换机柜门，节省宝贵的地面空间

	y 无残留热量—在热空气从机架后部排出之前进行冷却，消除热点的可能性

	y 可改造能力—可以安装在现有应用中，允许扩展和未来扩容

	y 智能控制和监控能力—通过远程访问房间条件，为用户提供安心

集成式户外系统

Vertiv™ 360AI
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door and saving valuable floor space.

	y No residual heat – cools hot air before it exits the rear of the rack to eliminate 
the potential for hot spots. 

	y Ability to retrofit – install in existing applications allowing for scalability and 
future expansion.

	y Smart controls and monitoring capabilities gives users peace of mind through 
remote access to room conditions.
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水冷磁悬浮Chiller 行级制冷

动态双冷源混动双擎智能热管

近端风墙
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快速设计和部署AI智算中心

维谛技术拥有55+年的基础设施经验，拥有完善的设计、集成、部署和优化能力。

高密度电能和热管理基础设施管理工具

Vertiv™ 360AI 解决方案支持网络通信和软件管理，为整个解决方案提供集中和远程可视化管理工具，满足您在电能和

热管理技术方面所需的控制能力。 

监控管理系统

Vertiv™ Site-Web
基于物理机或云平台部署，用于远程

监控管理、运维物理基础设施、能源

管理

软件灵活部署—开源操作系统、数据 
库和轻量化容器计算平台，可海量 
接入数据并远程访问。 

厂商中立的S N M P设备管理  —  
可根据需求集成第三方设备。 

最大化正常运行时间并提高效率 — 
可定制的仪表盘和报告提供集中 
管理、监控、警报和设备趋势分析。

数据可视智能运营 — 自主知识产权

的2D/3D零代码在线编辑技术，数据 
以三维立体方式直观呈现，数字化 
运维及智能化运营，使基础设施运维

管理效率提升。

能源管控  —  全面实现综合能源的

供 /消数字化在线监测和碳披露，提升 
综合能源管理水平，助力企业碳中和

目标达成。

Vertiv™ 全栈自适应AI节能
管理和控制整个数据中心的冷却系统

智慧控制寻优  —  流体力学和深度 
学习算法构建数字孪生模型，确保 
最佳运行状态。

安全保障  —  三级保护机制，实现 
热点预测、热点预控和采集器安全 
保底，实现安全节能。 

启用“团队合作”功能 — 使Vertiv™ 

冷却单元能够协同处理热负载并调节

其容量，以最大化能源效率。

自动发现Vertiv™ 设备 — 实现更

快速的部署和更快的投资回报率。

全场景自适应  —  提供全场景 A I 
选择，AI-Park(园区级)、AI-Building 
（建筑级）、A I - Ro o m（房间级）、 
AI-Lite（模块级）。

Vertiv™ PTMS
电力管理解决方案  —  提供对电力 
运行的可视化和控制，提供最优配电

解决方案

灵活部署 — 可以作为云软件或本地 
部署。

优化配置 — 优化配电系统中器件的 
基础设施投资，提高配电系统中不同

层级器件间的协调管理能力。

集中监控 — 提供动态可视化的系统 
单线图，对整个系统进行实时监控、

分析，监控显示电源波形，实时掌握

电源质量。

专业诊断 — 包括异常检测和通知、 
事件和故障记录与排查、调试支持、

远程监控、状态监控等。

数据分析  —  对多个地点和区域的 
热条件进行数据分析和协调

热管理系统 电力管理系统

冷凝器

电力模组 
中压 /低压开关设备 
三相UPS 
储能 
静态转换开关 
制冷单元

冷水机组 /风冷冷凝器

中压母线槽

室内制冷集热

中压 /低压开关设备

中压 /低压开关设备

定制机架

能源电源管理系统

服务监控

顶部冷量分配单元

可入列CDU

液冷机柜manifolds IT管理+软件

大容量机架配电

微网集成

电池储能系统

燃料电池系统

直流电源
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Technology summary Solution model number Racks Density per rack Green field/ 
Brown field

Heat removal
Chiller included

From server From room

        AI test environments, training pilots or edge inferencing

Small HPC minimal retrofit 1L70R 1 70 kW Brown field             Air –

Small HPC retrofit for chilled water system 1L100R 1 100 kW Brown field             Water / glycol –

        AI labs, transition to AI data center

Mid-size HPC cost-optimized retrofit 4L400R 4 100 kW Brown field             Refrigerant   

Mid-size HPC with increased heat capture 4XL400 4 100 kW Brown field / Green field             Water / glycol –

Mid-size HPC retrofit for air cooled computer rooms 4L160R 4 40 kW Brown field / Green field             Refrigerant 

Mid-size HPC low complexity retrofit with air-cooling 5L500 5 100 kW Brown field             Water / glycol –

        Prototype AI factory

Large HPC preserving room neutrality 12XL1200 12 100 kW Brown field / Green field            Water / glycol –

Large HPC building towards scale  14L1400 14 100 kW Brown field / Green field            Water / glycol  –

Note: Full cooling capacity may require supplemental cooling capacity from air or other system, as direct-to-chip liquid cooling technology uses cold plates that do not remove 100% of heat from servers. 

Learn More 

Availability varies by region, contact Vertiv for details.

10 11

预制场景：通过预设计解决方案启动AI部署 

预设计的解决方案可以从边缘推理扩展到大规模的训练和AI部署

AI测试环境、训练试点或边缘推理 AI实验室，过渡到AI数据中心 AI工厂原型与训练

技术概述 解决方案型号 机柜 机柜密度 新建 /改造 服务器 散热 房间 包含冷却水系统

AI测试环境、训练试点或边缘推理

小型HPC，最小化改造 1L70R 1 70 kW 改造 空气 –

小型HPC 改造，用于冷却水系统 1L100R 1 100 kW 改造 水 / 乙二醇 –

AI实验室，过渡到AI数据中心

中型HPC成本优化改造 4L400R 4 100 kW 改造 制冷剂 √

中型HPC增强热回收 4XL400 4 100 kW 改造 / 新建 + 水 / 乙二醇 –

中型HPC风冷机房改造 4L160R 4 40 kW 改造 / 新建 制冷剂 √

中型HPC带风冷的低复杂度改造 5L500 5 100 kW 改造 水 / 乙二醇 –

AI工厂原型

大型HPC保持机房不间断运行 12XL1200 12 100 kW 改造 / 新建 + 水 / 乙二醇 –

大型HPC规模化建设 14L1400 14 100 kW 改造 / 新建 水 / 乙二醇 –
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维谛技术定制AI解决方案

维谛技术在全球范围内拥有深厚的专业知识，能为高密度应用提供定制化全链智算解决方案。无论项目大小或复杂程度，

我们都能快速高质量地满足需求。

我们随时随地满足您的需求

8 98 98 98 9

8 9

8 9

已交付 
1500+模块

全球

800+站点

部署

150兆瓦+容量

多个集成模块化站点 
获得 Uptime Institute® 
Tier III 认证

23,304m2, 813 sites,
5,184 racks

8 9

快速部署

通过预集成、预制和灵活 
设计加速数据中心建设 

降低PUE，减少环境

影响，同时控制成本 

控制预算，提高安全性， 
降低相关方风险，同时 
保障质量

回收宝贵的 IT空间，并

随着您的业务增长进行

扩容

风险控制 能效设计 更少占地

2大研发中心 2大智能工厂 覆盖全国的30+代表处 700+维护专家&工程督导

维谛技术预设计AI解决方案

在Ver tiv™ 360AI解决方案组合中，Ver tiv™预设计的AI解决方案为客户提供了更简单、更快速的AI基础设施部署选择。

部署时间缩减50%
预先设计的解决方案可以减少设计工作，将部署时间缩短50%

最全产品线和灵活部署
提供从边缘推理到AI数据中心的解决方案，涵盖高密度机架解决方案到大型预制模块化数据中心

的多种选项

无可匹敌的专业知识与支持
从评估、设计、部署和全生命周期管理，提供全过程支持

互操作性和无缝运行
Vertiv™ 能同时满足AI的电能和热管理需求，每个解决方案都源自行业内最先进的电能和热管理 
产品组合

Vertiv™ 360 AI 全链智算解决方案
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部署
	y 现场评估

	y 设计

	y 项目管理

调试
	y 安装

	y 启动

	y 测试

	y 提供完整的调试包，包含 L1到 L 5等级， 
由 
专业的Vertiv™项目经理全程指导

维护
	y 预防性维护

	y 流体管理

	y 故障排除

	y 液冷准备流体管理功能，包括冷却液取样、 
质量测试、调整和生态处理

端到端的全生命周期顾问及专业服务

Vertiv™ 360AI 解决方案包含端到端的生命周期专业服务，向AI转型顾问及设计服务，以简化部署调试并维护高密度基础

设施。

Vertiv™ 360AI

Services for the entire lifecycle 
anytime, anywhere
50+ years building and servicing the world’s most critical infrastructure, with end-to-

end capabilities for high-density environments.

End-to-end services for seamless 
AI deployments
End-to-end lifecycle services are included with Vertiv™ 360AI solutions to streamline 
deployment and maintain high-density infrastructure, including liquid cooling systems. 
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全球服务

50+年专业积累，具备全球范围的端到端基础设施服务能力

240+
服务中心

190+
技术响应中心

60+服务中心

欧洲、中东和非洲

美洲

亚太
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3,500+
交付工程师
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100+服务中心

1,600+交付工程师

600+交付工程师

1,300+交付工程师

70+技术响应中心

100+技术响应中心

20+技术响应中心

80+服务中心
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